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ES 2295 165 T3

DESCRIPCION

Procedimiento para la obtencién de tarjetas documentos en forma de tarjeta con varias capas y tarjetas documentos
en forma de tarjeta obtenidos segtin el mismo.

La invencion se refiere a un procedimiento para la obtencién de documentos en forma de tarjeta, con varias capas,
especialmente a tarjetas de identificacion, con varias capas, de material sintético, presentando la tarjeta un nicleo de
la tarjeta con, al menos, una capa de nicleo de la tarjeta, una capa de cobertura sobre, al menos, un lado del niicleo de
la tarjeta y capas de pegamento entre las capas individuales de la tarjeta, y el nicleo de la tarjeta estd impreso por uno
o por ambos lados, con las etapas del procedimiento que consisten en la preparacién de la o de las capas impresas del
nucleo de la tarjeta, la preparacion de las capas de cobertura, la aplicaciéon de las capas de pegamento sobre las capas
individuales de cobertura y/o para el nicleo, el apilamiento con posicionamiento exacto de las capas individuales de
la tarjeta y la unién de las capas de la tarjeta en una prensa de laminacién bajo el efecto de la presion y del calor, asi
como a un sistema de pegamento dedos componentes adecuado para esta finalidad y a las tarjetas de identificacién
preparadas de este modo.

Las tarjetas de identificacién con varias capas estdn ampliamente expandidas en forma de tarjetas cheque y de
tarjetas bancarias asi como en forma de documentos de identificacién. Frecuentemente se dotan estas tarjetas también
con una tira magnética o con un circuito impreso integrado (componente semiconductor, chip). Las tarjetas de identi-
ficacién con chip se denominan tarjetas de chip o smart-cards. De este modo se utilizan las tarjetas de identificacion
con varias capas, dotadas con un chip, ampliamente como autorizacién de acceso en la telefonia mévil GSM, identifi-
candose el poseedor de la tarjeta de identificacion mediante la insercidén de su tarjeta de identificacién (tarjeta GSM)
en el dispositivo de telefonia movil frente a la red de telefonia mévil como persona con acceso autorizado.

Para las capas de la tarjeta - las capas del nicleo de la tarjeta asi como también las capas de cobertura - entran
en consideracién diversos materiales: el cloruro de polivinilo (PVC), el policarbonato (PC), el acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS), el tereftalato de polietileno (PET, PETG, PETF). En los documentos de identificacién es usual el
empleo de capas para el niicleo constituidas por papel. La eleccion de los materiales y la constitucién de la tarjeta
dependen de diversos factores. Estos factores son, por ejemplo, las deseadas propiedades mecdnicas de la tarjeta de
identificacién que debe ser fabricada, el comportamiento a temperaturas elevadas y bajas, la cuestion de la posibilidad
de realizar impresiones, la cuestién de la posibilidad de lectura por medio de laser asi como las ventajas econémicas y
ecoldgicas.

Las tarjetas de identificacion con varias capas se fabrican mediante la preparacion, en una primera etapa, del nicleo
de la tarjeta impreso por uno o por ambos lados. El niicleo de la tarjeta estd constituido bien por una capa de nticleo de
la tarjeta impresa por uno o por ambos lados o bien por dos capas del nicleo de la tarjeta, una de las cuales al menos
estd estampada por el lado dirigido hacia el exterior. A continuacién se preparan las capas de cobertura del nicleo.
Todas las capas se unen entre si en una prensa de laminacién.

Con el fin de conseguir una suficiente adherencia mutua entre las capas, se aplica, por regla general, una capa de
pegamento. Para unir las capas del niicleo de la tarjeta se cubre en caso dado una de estas capas con pegamento. Para la
aplicacién de las capas de cobertura puede llevase a cabo el recubrimiento con pegamento bien sobre el lado posterior
de las capas de cobertura o bien puede aplicarse sobre la capa del nicleo de la tarjeta ya impresa.

Los pegamentos empleados en la actualidad estdn constituidos, preferentemente, por formulaciones a base de
poliuretanos, de poliésteres o de poliamidas y/o de sus copolimeros. Especialmente se emplean formulaciones ter-
moplésticas de pegamentos. Se conoce una reticulaciéon de estos pegamentos termopldsticos mediante la aplicacion
de irradiacién rica en energia, pero esto requiere una etapa adicional del procedimiento y conlleva el peligro de que
los materiales del material sintético y/o del pegamento adquieran modificaciones perjudiciales para el producto. Debe
citarse, en particular, la tendencia de una serie de materiales sintéticos a colorearse cuando se utiliza irradiacion rica
en energia.

La publicacién DE 196 31. 283 Al divulga un procedimiento segin la parte introductoria de la reivindicacién 1
para la fabricacién de una tarjeta portadora de datos, segtn el cual el recubrimiento adhesivo estd constituido por una
dispersién acuosa de un elastémero de poliéster-poliuretano y/o por un copolimero de acrilato con un reticulante de
isocianato polifuncional y por un agente espesante. Las ldminas recubiertas con el mismo se unen, tras el endureci-
miento de la capa en dispersidn acuosa, bajo la accién del calor y de la presion. El recubrimiento adhesivo divulgado
en este caso produce s6lo después del endurecimiento un termoplasto que puede ser forrado en caliente.

Se conoce por la publicacién EP 0 348 349 B1 una tarjeta de seguridad que abarca un pliego portador de datos, que
estd dotado con una capa de gelatina, y una ldmina polimera transparente que estd recubierta igualmente con una capa
de gelatina. La unién entre el pliego y la 1dmina se establece por medio de una masa de pegamento que se polimeriza
entre las capas de gelatina. La masa de pegamento propiamente dicha estd constituida por un 4cido carboxilico con, al
meno, un grupo acrilo polimerizable.

La publicacién JP 63230781 A divulga un sistema de pegamento de dos componentes con propiedades de adhesivo
termofusible y reticulacion. Las resinas de poliamida, empleadas, disponen de grupos amino situados en los extremos
(terminacién «, w) y se hacen reaccionar con acrilatos de isocianato para introducir dobles enlaces situados en el
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extremo. La polimerizacion se inicia por medio de un peréxido. En conjunto tiene lugar, preponderantemente, una
prolongacién de las cadenas.

La publicacién EP 0 886 501 A se refiere a un procedimiento para la aplicacién de un recubrimiento con varias
capas, mixto, constituido por tinta y pelicula, sobre una chapa metalica. La chapa metélica se recubre con una capa
de tinta con propiedades adhesivas y se activa a temperaturas comprendidas entre 200°C y 230°C. A continuacién se
aplica una pelicula plastica transparente bajo presién sobre las tiras metélicas coloreadas. La tinta con propiedades
adhesivas abarca una resina de poliéster, una resina de melamina o un isocianato en bloque.

Hasta el presente no se ha dado a conocer el empleo de sistemas de pegamento, que se reticulen de manera co-
valente. Sin embargo, precisamente las formulaciones de pegamento, que se reticulan de manera covalente, permiten
esperar un aumento de la resistencia de unién y, especialmente, una mejora de la estabilidad frente a la temperatura y
frente a los disolventes.

Es especialmente deseable una mayor resistencia frente a la temperatura, por un lado para impedir la modificacién
por deformacién de la tarjeta bajo el efecto del calor, como la que puede presentarse en el caso de los sistemas
existentes, cuando la tarjeta se exponga a la irradiacién solar por detrds del parabrisas de un vehiculo automdévil. Del
mismo modo debe impedirse una deslaminacién, exenta de destruccion, también inconveniente, de la capa de la tarjeta
y de cobertura impresas, para impedir una falsificacién y un uso indebido de tales tarjetas de identificacion.

Por lo tanto, la invencidn tiene como tarea proporcionar un procedimiento y un sistema de pegamento con el cual
pueda conseguirse una unién entre las capas individuales de un documento con varias capas, especialmente de una
tarjeta de identificacion, que sea duradera y, especialmente, que sea resistente a la temperatura y a los disolventes.

Entre otras cosas debe conseguirse un aumento de la resistencia de unién entre la capa de cobertura y la capa del
nicleo de la tarjeta impresa con respecto a las formulaciones empleadas hasta ahora de tal manera, que sea imposible
una deslaminacidn en ausencia de destruccién de la unién de las laminas.

Esta tarea se resuelve por medio de un procedimiento con las caracteristicas de la reivindicacién 1.

A continuacién se describe la invencién por medio de tarjetas de identificacién de material sintético. Lo mismo
es vdlido, sin embargo, para todos los documentos con varias capas, tales como por ejemplo también soportes para
datos, documentos de identificacién, documentos de pago y similares, pudiendo estar constituido el niicleo por material
sintético o por otro material.

Los sistemas de pegamento termoplasticos son preferentes para la fabricacion de tarjetas para una pluralidad de
diversas aplicaciones puesto que sobrepasan en calidad a otros productos en lo que se refiere a la posibilidad de
elaboracion, a la resistencia de la unién y a la estabilidad frente a la temperatura. Sin embargo estos sistemas de
pegamento presentan limitaciones que se basan, fundamentalmente, en la reversibilidad de su comportamiento bajo el
efecto de la temperatura y de los disolventes. Estas limitaciones pueden evitarse de conformidad con la invencion.

A continuacién se describen caracteristicas relevantes para el procedimiento y para el sistema de pegamento de
conformidad con la invencion y formas de realizacién por medio del sistema de pegamento.

El sistema de pegamento, que es utilizado de conformidad con la invencidn, estd constituido, especialmente, por
una combinacién de un pegamento termopldstico con dobles enlaces con un peréxido. Los materiales sintéticos ter-
mopldésticos preferentes con dobles enlaces son las poliamidas, especialmente los policondensados que se forman
mediante la reaccion de diaminas con dcidos grasos dimerizados. Como productos de partida se emplean, por regla
general, aminas polifuncionales, tales como por ejemplo la etilendiamina o las polietilenaminas, que se hacen reac-
cionar con 4cidos dicarboxilicos superiores, preferentemente los acidos grasos dimerizados constituidos por el dcido
linoleico, el 4cido oleico o los acidos grasos de talol. La policondensacién proporciona las poliamidas termoplasticas
denominadas como resinas de poliamida. Ademads de estas (homo)poliamidas constituidas de una manera mas o menos
definida en cuanto a su estructura molecular, pueden constituirse copoliamidas correspondientes mediante la variacién
de los productos de partida (diversas diaminas, 4cidos aminocarboxilicos y sus lactamas con otros acidos dicarboxili-
cos) y su relacién mutua, con un perfil especifico de propiedades. La condicién previa para la posibilidad de aplicacién
de conformidad con la invencién de tales resinas de poliamida reside, desde luego, en que esté presente todavia en su
estructura molecular un doble enlace C=C. Bésicamente pueden emplearse, de conformidad con la invencién, todas
las resinas de poliamidas termopldsticas que dispongan todavia de dobles enlaces C=C.

De conformidad con la invencién se utiliza este doble enlace, todavia presente, para la reticulacién en una reaccién
en cadena por medio de radicales. Los iniciadores por medio de radicales/reticulantes, empleados en este caso estdn
constituidos por perdxidos y actiian como iniciadores de la polimerizacién por medio de radicales. De acuerdo con la
temperatura de transformacién son adecuados, entre otros, los siguientes compuestos peroxi organicos como dichos
iniciadores por medio de radicales:

peroxido de metiletilcetona (-80°C)

peréxido de dibenzoilo (-100°C)
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peroxido de di(terc.-butilo) (-150°C)
hidroperéxido de cumol (~ 180°C)
peroxibenzoato de terc.-butilo (~ 130°C)
hidroperéxido de terc.-butilo (-200°C).

Es especialmente ventajoso que la temperatura de transformacion del adhesivo termofusible (temperatura de re-
blandecimiento o bien temperatura de laminacién) corresponda con la temperatura de activacion del iniciador por
medio de radicales. De este modo puede aprovecharse la temperatura necesaria para la laminacién del adhesivo ter-
mofusible correspondiente, al mismo tiempo para la activacion del iniciador por medio de radicales. En el caso de una
temperatura tipica de transformacién en el intervalo comprendido entre 130 y 150°C entrarian en consideracién, por
lo tanto, resinas termopldsticas, que contengan dobles enlaces, con una temperatura de reblandecimiento dentro de
dicho intervalo junto con el peréxido de dibenzoilo, el per6xido de di(terc.-butilo) o el peroxibenzoato de terc.-butilo.
Los sistemas de pegamento, constituidos por estos componentes, se activan y se reticulan solamente bajo el efecto de
la temperatura de la laminacidn; éstos son estables a temperatura ambiente y pueden ser transformados de forma y
manera usuales.

El esquema de la reaccién para el enlace C-C de una resina termopldstica con el peréxido de dibenzoilo como
iniciador por medio de radicales ha sido representado a continuacidn.

(1) Formacioén de radicales por disociacion térmica

=0

Q
C;

|
Q

CHp-R'

0
H Qo H
1] :C-C: O\ ' /
C—0- (lzm2 c':u, ?
R R' H]?’E
R

De acuerdo con los mondmeros en los que esté basado el policondensado, los restos R o bien R’ estardn constitui-
dos, por ejemplo, por:

—(CH,), -CONH-R”, n=2-09,

restos de un acido linoleico dimerizado:

o RI"
Jc-N
H,Cyy H

(CI:Hz)s ((ITHz)s
CH, CH,

En este caso el resto R” significa otro constituyente de la cadena de la resina de poliamida.
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(3) Crecimiento de las cadenas
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(4) Interrupcidn de las cadenas
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De manera preferente, la temperatura de activacién del peréxido, empleado de conformidad con la invencién, es
de 60°C o por encima de este valor. Especialmente esta temperatura se encuentra en el intervalo comprendido entre 80
y 250°C.

Los adhesivos termofusibles adecuados de conformidad con la invencién, especialmente aquellos a base de po-
liuretanos, de poliésteres y de poliamidas insaturados, tienen convenientemente un punto de reblandecimiento en el
intervalo comprendido entre 80 y 250°C y disponen de una viscosidad en fusién a 160°C comprendida entre 50.000 y
110.000 mPa.s segiin la norma ASTMD3236. De manera especialmente preferente la temperatura de reblandecimiento
se encuentra en el intervalo comprendido entre 100 y 160°C.

En tanto en cuanto el material sintético termopldstico esté constituido por una poliamida insaturada, serdn prefe-
rentes los condensados constituidos por dcidos grasos dimeros insaturados con poliaminas. Como poliamidas entran
en consideracidn, especialmente, la etilendiamina, la dietilentriamina y las alquilendiaminas con hasta 12 dtomos de
carbono inclusive. Son especialmente preferentes los condensados del 4cido linoleico dimerizado, insaturado, con una
de estas poliaminas, que cumplan las condiciones marco precedentemente indicadas en lo que se refiere al punto de
reblandecimiento y a la viscosidad en fusion.

Por regla general, el sistema de pegamento contiene entre un 1 y un 10% en peso de peréxido como iniciador por
medio de radicales, especialmente entre un 2 y un 5% en peso, respectivamente referido al pegamento termoplastico
insaturado. Para el recubrimiento de las capas de la tarjeta se empleard el sistema de pegamento por regla general en
solucién, entrando en consideracién como disolventes, por ejemplo, el tolueno y el isopropanol. Los procedimientos
de recubrimiento y las cantidades son los usuales y son conocidos por el técnico en la materia.

La preferencia del procedimiento y del sistema de pegamento reside especialmente también en que el sistema de
pegamento contiene en forma de mezcla los componentes del pegamento termoplastico y los componentes reticulantes,
que se activa solamente mediante el empleo de temperatura elevada.

De conformidad con otra forma preferente de realizacién de la invenciodn, el sistema de pegamento contiene,
conjuntamente, un componente poliisocianato y un componente resinico, termopldstico, reactivo con el anterior, que
contiene hidrégeno activo.

En esta variante de la invencion, la formulacién del pegamento empleada aprovecha la reactividad del componente
isocianato para la reticulacién de la capa de pegamento. El segundo componente resinico tiene grupos funcionales
libres con atomos de hidrégeno reactivos frente a las funciones isocianato, que estin disponibles para la poliadicién
en el momento de la activacién del sistema como participantes en la reaccion de los grupos isocianato. Especialmente
éstos son los grupos hidroxilo y los grupos amino. Desde luego, los dos componentes no reaccionan todavia a tempe-
ratura ambiente ni durante la elaboracion del pegamento, sino que sélo lo hacen por encima de una temperatura critica,
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que se alcanza durante la laminacién de la tarjeta de identificacion. En este caso son vélidas las citadas temperaturas
de activacion y de transformacion para el sistema de pegamento a base de pegamentos termoplésticos insaturados y
peréxidos.

El componente poliisocianato del sistema de pegamento contiene en este caso un poliisocianato a base de hexame-
tilendiisocianato (HDI), de isoforonadiisocianato (IPDI), de toluilendiisocianato (TDI), de difenilmetanodiisocianato
(MDI) o similares. En este caso son especialmente preferentes los compuestos alifaticos de diisocianato para conseguir
una calidad 6ptica y una elasticidad buenas de la unién por medio del pegamento, que muestran una baja tendencia al
amarilleamiento.

El poliisocianato puede estar presente en forma de mondmero, sin embargo bdsicamente también en forma de pre-
polimero, es decir parcialmente reticulado con un agente reticulante usual. Tales polimeros son conocidos y contienen,
en este caso, para la conduccién ulterior de la reaccién, al menos, dos grupos isocianato, reactivos por molécula/cadena.
Los reticulantes usuales para la formacién del prepolimero son los glicoles, los poliéteroles y los poliésteroles, asi co-
mo también las poliaminas.

Con objeto de impedir una reaccion prematura del sistema de pegamento (ya a temperatura ambiente), el compo-
nente poliisocianato estd bloqueado. Esto puede conseguirse por dos vias.

En el caso del bloqueo o del enmascaramiento quimico se haran reaccionar los grupos NCO empleados con agentes
de bloqueo usuales, que se disocien de nuevo por encima de una temperatura de desbloqueo. En el caso de un agente
de bloqueo HBL la reaccion transcurre de la manera siguiente:

Bloqueo
R—N=C=0 H—-BL ———= a—rit-clzzo
i Desbl
Isocianato oqueo H BL

T =100-180°C

De igual nodo, en este caso el sistema de pegamento representa un sistema de dos componentes, estable a tempera-
tura ambiente. Mediante la eleccion del agente de bloqueo puede modificarse la temperatura para el bloqueo. Ademas,
mediante el empleo de catalizadores puede reducirse la temperatura para el desbloqueo. Como agentes para el bloqueo
entran en consideracion, por ejemplo:

el fenol (140 hasta 180°C)

la e-caprolactama (160 hasta 180°C)

la butanonoxima (135 hasta 155°C)

los ésteres del dcido malénico (100 hasta 130°C).

Una posibilidad especial para el bloqueo esta representada por la dimerizacién de los grupos isocianato para dar
uretodiona, que se desarrolla cataliticamente segin el esquema siguiente.

o]
. il
R—=N=C=0 Catalizador L
O=C=N-R T>130-160°C < .
Isocianato o Uretodiona

En el caso de este bloqueo “interno”, el isocianato sirve al mismo tiempo como agente de bloqueo con la ventaja de
que no se libera agente de bloqueo durante el desbloqueo, que pudiese influenciar sobre el efecto adhesivo del sistema
de pegamento.

El bloqueo del poliisocianato puede llevarse a cabo también de forma y manera mecénica, es decir mediante la
microencapsulacién del componente isocianato. En este caso, el sistema de pegamento se presenta como suspension
de dos componentes, es decir del componente isocianato microencapsulado en el reticulante, de modo que ambos
no puedan mezclarse entre si. Solamente por encima de una temperatura critica se elimina el encapsulamiento; la
liberacién del poliisocianato y de la mezcla intima con el reticulante posibilita la reaccién de reticulacién.

El encapsulamiento del componente isocianato puede conseguirse perfectamente de forma y manera conocidas,
por ejemplo mediante la reaccion parcial de los grupos isocianato con diaminas o con poliaminas. En este caso se
forman prepolimeros a modo de resinas de poliurea, que recubren al poliisocianato remanente en forma de particulas
microscépicas y aisladas del medio circundante.
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Cuando el componente isocianato microencapsulado se incorpore en el sistema de pegamento, se obtendra un
sistema estable de dos componentes, que solamente reaccionard por encima de aproximadamente 80 hasta 100°C tras
la fusién o la disolucién de la poliurea.

Como componentes resinicos y como participantes en la reaccién para los poliisocianatos entran en consideracion
todas las formas de los polioles y de las poliaminas de elevado peso molecular y termopldsticas, por ejemplo los
poliéteroles, los poliésteroles, los poli(met)acrilatos y los poli(met)uretanos OH funcionales o las poliamidas NH,
funcionales. Siendo especialmente adecuada una serie de resinas OH funcionales tales como por ejemplo las resinas
de poliacrilato con un peso molecular comprendido entre 2.000 y 6.000 g/mol con un contenido en OH comprendido
entre un 1 y un 5% en peso, los poliésteres saturados con un peso molecular comprendido entre 500 y 6.000 g/mol y
un contenido en OH comprendido entre un 1 y un 8% en peso y los poliéteres con un peso molecular comprendido
entre 500 y 3.000 g/mol y con un contenido en OH comprendido entre un 1 y un 12% en peso.

El esquema de la reaccién se representa en este caso de la manera siguiente:

{1) 1socianato + grupo hidroxilo:
R—N=C=0

——l

i
H—O—R’ R-NH-C—0—R

Isocianato )
Grupo hidroxilo Uretano

(1) 1socianato + grupo amino:

R—=N=C=0 0
—— I
Y R-NH-C-NH-R"
H/
Isocianato
Grupo amino Resina de urea

La densidad de reticulacién puede ajustarse en este caso, de conformidad con la invencién, mediante la proporcién
de los grupos reactivos de tal manera, que se pierda el cardcter termoplastico de la capa de pegamento pero que se
mantenga la elasticidad necesaria.

De igual modo, en esta forma de realizacién del procedimiento de conformidad con la invencién o bien del sistema
de pegamento deben coordinarse entre si la temperatura para la laminacién y la temperatura para la activacién del
sistema de pegamento de tal manera, que se verifique automaticamente la activacién a la temperatura de la lamina-
cion. Esto conduce entonces a la iniciacién de la reticulacion del material sintético termopldstico del sistema de pe-
gamento.

Tal como en el caso precedente, también aqui puede elaborarse el sistema de pegamento en forma de una so-
lucién por ejemplo en tolueno, pudiéndose aprovechar sin embargo, por regla general, la naturaleza liquida de los
componentes termoplasticos del material sintético para aplicar el sistema.

Los sistemas de pegamento, de conformidad con la invencion, pueden contener aditivos usuales para influenciar,
por ejemplo, la estabilidad y la aptitud a la transformacién o para reducir la temperatura de activacién. Como carga
entra en consideracién, especialmente, el silicato puesto que de este modo puede conseguirse un ajuste tixotrépico del
sistema del pegamento, lo cual facilita la aplicacién sobre las capas de la tarjeta.

La invencidn se refiere, finalmente, a una tarjeta de identificacion, con varias capas, de material sintético, que esta
constituida por un nticleo de la tarjeta con, al menos, una capa de nicleo de la tarjeta, que estd impresa por uno o por
ambos lados, por respectivamente una capa de cobertura sobre cada lado del niicleo de la tarjeta asi como por capas de
pegamento comprendidas entre las capas individuales de la tarjeta, pudiendo ser obtenida la tarjeta de identificacién
segun el procedimiento descrito precedentemente o mediante el empleo del sistema de pegamento precedentemente
descrito.

El empleo del sistema de pegamento reticulado, de conformidad con la invencién, conduce especialmente a un
aumento de la estabilidad frente a la temperatura y de la resistencia de unién de los objetos pegados con el mismo.
Lo esencial para este perfil mejorado de propiedades consiste en la transformacién de un sistema de pegamento que
originalmente era puramente termopldstico, reversible, en una estructura reticulada. Tales sistemas de pegamento
aumentan la seguridad frente a las manipulaciones por ejemplo debido a la deslaminacién de las capas individuales de
cobertura en las tarjetas de identificacion laminadas.
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Los sistemas de pegamento, de conformidad con la invencién, pueden emplearse, ademds, como forro para tiras
magnéticas, para hologramas, para tiras de signatura y para otras aplicaciones sobre tarjetas y sobre documentos de
identificacién. De igual modo, pueden emplearse en este caso, ventajosamente, para la proteccién contra las manipu-
laciones y contra el uso indebido, teniendo en cuenta el aspecto de una mayor resistencia de unidn, de la estabilidad
frente a la temperatura y frente a los disolventes.

Por lo demads, los sistemas de pegamento pueden emplearse en todos los campos industriales en los que sea venta-
josa una reticulacion duradera de la capa de pegamento.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la fabricacién de documentos en forma de tarjeta con varias capas, especialmente de una
tarjeta de identificacién con varias capas de material sintético, presentando la tarjeta un nicleo de la tarjeta con, al
menos, una capa de nicleo de la tarjeta, una capa de cobertura sobre cada lado del nicleo de la tarjeta y capas de
pegamento situadas entre las capas individuales de la tarjeta y estando impreso el nicleo de la tarjeta por uno o por
ambos lados, con las siguientes etapas del procedimiento:

- preparacion de la capa o de las capas impresas del nicleo de la tarjeta,

- preparacion de las capas de cobertura,

- aplicacién de las capas de pegamento sobre las capas individuales de cobertura y/o del niicleo,

- apilamiento con posicionamiento exacto de las capas individuales de la tarjeta,

- unién de las capas de la tarjeta en una prensa de laminacién bajo el efecto de la presién y de la temperatura,
caracterizado porque se emplea al menos en una capa de pegamento un sistema de pegamento reticulable bajo el
efecto de la presion y del calor con un componente termopldstico del pegamento y con un componente reticulante,
estando coordinadas entre si la temperatura para la laminacién y la temperatura para la activacion del sistema de pega-
mento de tal manera, que la activacion tenga lugar cuando se alcance la temperatura para la laminacién y conteniendo
el sistema de pegamento (a) un material sintético termoplastico con dobles enlaces y un peréxido o (b) un componente

poliisocianato y un componente de material sintético reactivo con el anterior, que contenga hidrégeno activo.

2. Procedimiento segun la reivindicacién 1, caracterizado porque el peréxido presenta una temperatura de activa-
cién de 60°C o por encima de este valor.

3. Procedimiento segiin la reivindicacién 1 o 2, caracterizado porque el peréxido presenta una temperatura de
activacion comprendida entre 80 y 250°C.

4. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el material sintético termoplastico
es una poliamida insaturada.

5. Procedimiento segun la reivindicacién 4, caracterizado porque la poliamida insaturada es un condensado for-
mado por poliaminas y por dcidos grasos dimeros insaturados.

6. Procedimiento segtin la reivindicacién 5, caracterizado porque el dcido graso dimero insaturado es el acido
linoleico dimerizado.

7. Procedimiento segtn la reivindicacion 1, caracterizado porque el poliisocianato es a base de HDI, de IPDI, de
TDI o de MDI.

8. Procedimiento segun la reivindicacién 1 o 7, caracterizado porque el poliisocianato se presenta parcialmente
reticulado con una poliamina.

9. Procedimiento segtin la reivindicacién 1, caracterizado porque estin bloqueados los grupos isocianato del
poliisocianato.

10. Procedimiento segtn la reivindicacion 9, caracterizado porque se desbloquea el poliisocianato a 60°C o por
encima de este valor.

11. Procedimiento segun la reivindicacién 9 o 10, caracterizado porque el poliisocianato se desbloquea a una
temperatura en el intervalo comprendido entre 80 y 250°C.

12. Procedimiento segtin una de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque el poliisocianato se bloquea con
fenol, con e-caprolactama, con butanonaoxima o con ésteres del 4cido malénico.

13. Procedimiento seguin una de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque el poliisocianato se bloquea
mediante dimerizacién para dar uretodiona.

14. Procedimiento segin una de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque el poliisocianato se bloquea
mecanicamente mediante microencapsulacion.

15. Procedimiento segtn la reivindicacién 1 o una de las reivindicaciones 7 a 14, caracterizado porque el com-
ponente del material sintético es un poliésterpoliol, un poliéterpoliol, una resina de poliacrilato OH funcional o una
poliamida NH, funcional.
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16. Documento en forma de tarjeta con varias capas, especialmente tarjeta de identificaciéon de material sintético,
constituida por un niicleo de la tarjeta con, al menos, una capa de nicleo de la tarjeta, estando impreso el nicleo de
la tarjeta por uno o por ambos lados, por una capa de cobertura sobre cada lado del nicleo de la tarjeta asi como por
capas de pegamento comprendidas entre las capas individuales de la tarjeta, que puede obtenerse por medio de un
procedimiento de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 15.
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